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一．打磨机简介

1.打磨机概述

晶研全自动BGA打磨机是由东莞市晶研仪器科技有限公司独立研发的全自动BGA

系列打磨机，配合相应的打磨模具可对各种类型的手机平板 IC进行打磨，打磨效果

优秀。晶研系列 BGA 打磨机采用进口耗材，整机的装配都经过严格的把关。打磨机

以其独有的平面度检测功能使得打磨变形的 BAG 主板更加精确简单。打磨机设定打

磨程序简单，只需要设定 IC的长宽厚即可生成相应 IC的程序。打磨机选配的静音

式吸尘系统更解决了打磨过程中的粉尘和噪音对打磨人员的身体伤害问题。与此同

时打磨机的高清摄像头配合高清显示屏能够实时观察打磨状态，使得打磨监控更加

方便快捷。

晶研全自动 BGA 打磨机具有以下特点：

 整机都是由晶研工程师独立研发，无需连接电脑,拥有全新的操作系统，通过集

成一体化触摸屏进行操作，操作简单，选择相应程序，点击“运行”，一键搞定；

 平台内置传感器，全自动芯片校平检测，分析并生成曲面打磨数据，解决因主板

变形而产生打磨不完整问题，主板不平一样打；

 全自动对刀功能，更换铣刀后无需重新对刀，解决手动对刀产生的误差以及繁琐

的操作，节省时间；

 系统自动编程，设置芯片大小即可自动出刀路，支持手动设置下刀深度及坐标，

解决尺寸误差大的问题；

 机器无需任何电脑基础，5分钟上手，解决异地朋友学习培训的不必要时间，一

人控制三台机无压力；

 高精密一拖八模板，全系列苹果主板 IC原件均可以打磨，支持后续无限升级模
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具，解决因市场调配手机产品更替需求；

 智能 SD卡存储数据，全系列苹果 IC原点位置，芯片尺寸厚度等打磨参数均已调

好，购机即可直接打磨，免费打磨数据更新；

 智能保护系统，可以通过压力监测刀具磨损情况，提醒更换刀具，主轴下刀压力

超程，以及 Y轴防夹手功能，机器自动急停报警；

 自动吸尘系统（选配），支持自动或手动控制，边打磨边吸尘，刀具磨损小，打

磨效果更佳，解决常见吸尘器及产生噪声过大，异地携带不便，且便于芯片灰尘

的回收；

 高清摄像头（选配），可手动对焦，可实时观察打磨 IC状态，打磨完成后能清

晰得观察打磨效果方便快捷；

2.打磨机结构简介

正面主图 1-1

吸尘嘴

SD卡插槽

高 清

LED屏

高清摄

像头

暂停按钮

打磨模板

警报灯

电源开关

主轴 LED
灯开关

触控面板

急停开关

主轴电机
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背面主图 1-2

常用按键及功能说明：

a. 电源开关：打开电源开关以后机器会开机并自动返回机械原点；

b. 主轴 LED灯开关：通过这个旋钮我们可以调节 LED灯光线的强弱；

c. 触控面板：通过触碰相应的按键我们的机器可以做出相应的反应；

d. 暂停按钮：按下以后机器处于暂停状态，机器发出警报并闪动警报灯 5秒，按起

来可以解除暂停状态；

e. 紧急停止按钮：当遇到紧急情况时，按下它机器会马上处于断电状态；

f. SD卡插槽：所有的打磨数据都是存储在 SD卡里面的，开机前需插上 SD卡，SD

卡在机器运行过程中不能拔出；

g. 高清摄像头和 LED屏：可实时监控打磨状态，观察打磨完成以后的效果；

h. 吸尘系统：可实时吸收打磨出来的 IC粉尘，降低粉尘带来的身体伤害。

吸尘器

风扇

主轴水

冷系统

打磨机电

源线接口

吸尘器

接口 B

打磨机散

热风扇

吸尘器电

源线接口

吸尘器

接口 A

吸尘管

接口
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3.打磨界面简介

晶研全自动 BGA 打磨机使用的是 Firmware V1.0 的操作系统，采用触摸屏方式进

行操作，操作界面简单易操作，触屏操作界面分为打磨界面、调整界面和加工模式

选择三个主要界面，同时还有模板定位和程序选择两个次生界面，不同界面的通过

相应的切换按钮可进行切换，各界面的按键功能如下：

打磨界面

打磨界面各按键功能如下：

序号 名称 按键说明

1 坐标显示区 可显示 X、Y、Z轴的机械坐标或用户坐标

2 返回原点按键 点击可返回机械原点或用户原点

3 原点模式切换键 可切换机械原点和用户原点两种模式

4 压力显示框 可实时显示打磨时刀具受力大小，超过 200g 时会提醒更换刀具

5 IC 距离显示框 可显示并调整 IC 原点离机械原点的距离

6 IC 参数框 可显示并调整 IC 的相关打磨参数（长、宽等）

7 加工模式按键 点击可切换到加工模式选择界面

8 调整界面按键 点击可切换到调整界面

9 程序选择框 点击可选择相应的打磨程序，选择完后相应设定参数会出现

10 运行按键 点击“运行”可进行相应的已选择操作

①

③

②

⑤

④

⑦

⑥

⑨

⑧

⑫

⑩ ⑪

⑮⑭

⑰ ⑱

⑬

⑯

⑳

⑲
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11 急停按键 遇到错误或紧急情况时点击此按钮机器会立即停止动作

12 平面度检测按键 点击可选择是否进行 IC 的平面度检测操作

13 主轴开关 点击可手动开启或关闭主轴

14 粗加工 点击可选择粗加工操作，上面显示的为粗加工深度

15 精加工 点击可选择精加工操作，上面显示的为精加工深度

16 补偿加工 点击可选择补偿加工操作，上面显示的为补偿加工深度

17 粗加工次数 点击可修改粗加工次数

18 加工换刀 点击可进行加工换刀操作，换刀完成再次点击可自动对刀

19 取料 加工完成后可点击取料按键，模板自动向前可进行取料操作

20 加工速度框 可显示和调整粗加工和精加工的速度

调整界面

调整界面各按键功能如下：

序号 名称 按键说明

1 坐标显示区 可显示 X、Y、Z轴的机械坐标或用户坐标

2 返回原点按键 点击可返回机械原点或用户原点

3 原点模式切换键 可切换机械原点和用户原点两种模式

4 模板定位点 可对整体模板偏移进行调整后保存整体模板的位置信息

5 IC 定位点保存 可对单个 IC 原点位置进行调整后保存原点位置

6 自/手动吸尘 连接吸尘装置后可切换自动和手动吸尘

7 吸尘 点击后可手动开关吸尘装置

8 快速定位原点 点击后可快速移动到当前选择 IC 的原点位置

① ②

③

④

⑤
⑥ ⑦

⑧

⑨

⑩

⑪ ⑫

⑬

⑭
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9 运动模式选择框 点击可进行运动模式选择，最小移动单位为 0.01mm

10 主轴速度 点击指针可以进行主轴转速的调整

11 加工模式按键 点击可切换到加工模式选择界面

12 返回打磨界面 点击可切换到打磨界面

13 程序操作框 可进行新建程序，删除程序和修改程序的操作

14 移动选择框 点击可分别进行 X、Y、Z轴的移动，可对刀具位置进行调整

加工模式界面

加工模式界面各按键功能如下：

序号 名称 按键说明

1 环形加工方式选择 点击可切换环形加工由内向外或由外向内

2 环形加工 点击可选择环形加工的方式进行加工

3 平行加工 点击可选择平形加工的方式进行加工

4 补偿加工区域选择 点击可以选择补偿加工的区域

5 IC 倾斜报警角度 可设定 IC 倾斜报警的角度

6 调整界面 点击可切换到调整界面

7 返回打磨界面 点击可返回打磨界面

8 打磨区域选择设置 点击可设置需要进行的打磨区域的大小

4.打磨机设备参数

① ② ③

④

⑤ ⑥ ⑦

⑧



东莞市晶研仪器科技有限公司

- 7 -

晶研全自动 BGA 打磨机设备参数

工作电压 220V（需接地） 包装尺寸 600X600X800mm 外形尺寸 580X560X750mm

台面尺寸 205X245mm 有效行程 200X200X100mm 模板尺寸 190X230mm

主轴功率 800W 主轴冷却 水冷 主轴直径 65mm

主轴转速 0-24000RPM 传动单元 滚珠丝杠 滑动单元 线性导轨

步进电机 57 型 3A 1.8° 限位开关 6 个光电开光 加工精度 0.01-0.02mm

重复精度 0.01mm 夹头尺寸 (ER11)1-7mm 刀具尺寸 1mm 铣刀

连接电脑 否 实时监控 支持 打磨吸尘 支持

断电续雕 支持 断刀续雕 支持 连打功能 支持

操作系统 Firmware V1.0 程序存储 SD 卡 程序添加 支持

5.打磨注意事项

晶研全自动 BGA 打磨机在出厂前都经过设备检测，出厂都有检测报告，符合出

货标准。在使用之前，请先认真阅读以下安全事项：

 机器默认供电电压为 220V，请确保供电电压稳定，请勿和大功率电磁干扰设备

一起使用，如电焊机，涡轮机，切割机等，避免电磁干扰。

 晶研全自动 BGA 打磨机使用的是 800W 变频主轴，所以机器连接的 220V 家庭用电

必须要接地，如果不接地可能会造成机器漏电等问题，影响机器的正常使用。

 开启主轴转速前，请勿让小孩儿童靠近或触碰主轴，或者有长发女性在查看主轴

时，请佩戴安全帽。

 更换刀具时，请确保主轴转速在完全停止的前提下，才能用扳手拆下主轴螺母，

进行更换刀具工作，操作人员在操做机器过程中禁止配带手套，上机操作！

 机器在进行平面度检测时请勿触碰加工平台或用力碰撞工作平台，这样会使机器
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的平面度检测功能错误而造成无法打磨或打磨过度的情况。

 机器运行过程中不要将手指放到平台间隙处以免夹伤手指。

 机器在打磨过程中会产生大量的 IC粉尘，请佩戴口罩或者选配我们的吸尘系统，

以免吸入大量粉尘对您的健康造成影响。

二、打磨机工作流程

1. 打磨机的安装与接线

A.把晶研 BGA 打磨机放到工作平台上，通过调整打磨机底部的 4个脚垫使打磨机

平稳的放在工作台上；

脚垫调整示意图 机器接线图

B.按照机器的接线图连接机器的电源线和吸尘系统的接线，务必确认打磨机连接

的电源线接地良好；

2. 模板的安装与更换

A.第一步：松开模板 4条边上的 4个固定螺丝，松开时用 5号的六角扳手按照顺

时针（如图所示）的方向依次松开，松开时注意主轴上不要装夹刀具，以免刀具将

手划伤；

B.第二步：把新的模板放在打磨平台上，使模板定位孔和打磨平台定位孔相对应，

通过调整螺母来

调整脚垫的高低
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然后在 3个定位孔上分别插上我们赠送的 4mm 定位针进行模板定位；

C.第三步：按照对角(如图所示)方向分别安装模板 4条边上的 4个固定螺丝，固

定时切记不可一次性锁紧，应分开几次锁紧，否则可能导致不能锁紧模板；

①松开固定螺丝 ②更换模板，插定位销 ③锁紧固定螺丝

3. 打磨刀具的安装

A.第一步：用 13号和 17 号扳手分别卡住主轴和主轴螺帽，向内侧压紧，松开主

轴螺帽；

B.第二步：将带有卡环的打磨刀具直接放到主轴夹头里面，然后放到主轴下部，

确保卡环刚好顶住夹头，一手保护打磨刀，一手拧紧主轴螺帽，拧紧前应将打磨刀

具在夹头内转动数圈后再拧紧；

①松开主轴螺帽 ②安装打磨刀具 ③锁紧主轴螺帽

C.第三步：再次用 13号和 17 号扳手分别卡住主轴和主轴螺帽，向外侧压紧，从

A

C

B

D

AB

DC
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而紧固打磨刀具；

4. IC 主板的固定

A.第一步：根据需要打磨的 IC选择相应的模板固定卡位，松开相应卡位的 IC固

定夹；

警告：固定时一定要注意不能让固定夹在加工过程与吸尘嘴或刀具产生碰撞！！

B.第二步：将需要打磨的 IC固定到相应的模板固定卡位上，用固定夹压紧需要打

磨的 IC，压紧时应保证固定夹不会影响到吸尘系统的工作以及 IC的打磨；

C.第三步：用手前后左右轻轻晃动一下已经固定好的 IC，看看是否会晃动，需要

注意的是有的 IC硬盘已经打掉，在打磨 CPU 时由于主板太薄在打磨时产生振动导致

打磨效果不佳时，我们可在已经打掉硬盘的位置垫少许橡皮泥来防止打磨时 IC的振

动；

5. IC 打磨过程演示

A.第一步：固定好 IC后，选择相应的打磨程序，这时 IC参数框会显示相应的 IC
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打磨参数，粗加工和精加工位置也会显示相应的打磨深度和次数；

B.第二步：打磨前确定好相应的打磨参数后（常见手机 IC打磨参数见附录），选

择“平面度检测”“粗加工”“精加工”后，点击“运行”，打磨机就开始自动进

行平面度检测和打磨了；

选择打磨程序

⑤

④

③②

①
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C.第三步：打磨过程中我们可以通过高清摄像头在我们的 LED 显示屏上实时观察打

磨状态和打磨效果，打磨完成后我们直接点击“取料”按钮，然后松开固定夹，取

出已经打磨完成的 IC即可；

6. 吸尘与显微镜的使用

A.吸尘系统的使用

吸尘系统连接示意图

备注：①电源线一端连接插排，一端连接吸尘器电源接口；②吸尘管一端接吸尘器吸气或吹气接口，另一端连接打磨机的吸尘接

口；③吸尘控制线一端接吸尘器接口 A，另一端接吸尘器接口 B。

B.显微镜的使用

高清摄像头和高清的 LED 显示屏一起构成了我们的实时监控系统，通过这个系

①

③

②

通过点击自动吸尘按钮可以切换自动吸尘和手动吸尘

的状态。切换到自动吸尘时，在进行完平面度检测后主

轴自动开启吸尘系统也会自动开启，打磨完以后，主轴

停止吸尘系统也会自动停止；切换到手动吸尘时可以通

过点击吸尘按键来控制吸尘系统的开关。
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统我们能实时的观测到打磨 IC的状态和刀具的磨损状况，与此同时再打磨完成后我

们可以直接观测到打磨完成的 IC的打磨效果，该系统是直接安装到机器上的，无需

客户自行安装。

由于使用的习惯和方便性问题有时候我们需要对摄像头或者显示器进行一些调

整，具体调整方法如下：

摄像头的调整：一般我们出厂前已经对摄像头的角度做好了调整，要调整摄像

头的位置我们一般都是通过移动选择框里面选择 X、Y、Z的移动来进行调整，有时

我们需要对角度进行调整的也可以通过调整摄像头的固定螺丝来进行调整。

LED 显示屏的调整：高清显示屏的支架有三个关节部位，要调整显示屏的位置

我们需要先松开固定螺母，然后调整三个关节至相应位置，调整好以后把固定螺母

拧紧即可。

调整固定螺丝 调整固定螺母

三、常见问题及措施
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1. 新建 IC打磨数据

晶研 BGA打磨机 SD卡内部存储的数据为某种手机主板的 IC打磨数据，当我们

需要进行其他手机主板的 IC进行打磨的时候，我们需要重新购买打磨模板并建立新

的 IC打磨数据，新建 IC打磨数据具体步骤如下：

A.第一步：用游标卡尺量取需要打磨 IC的长和宽，输入到 IC参数框的 IC长度和

IC宽度位置；

B.第二步：通过移动选择框选择 X、Y、Z移动将刀具移动至需要打磨的 IC的右

上角位置；

输入 IC
的长、宽

移动至

IC的
右上角

IC

打磨刀
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C.第三步：点击加工模式切换按钮选择环形加工或者平面加工的加工方式，选择

环形加工需要再选择环形加工的模式是由内向外还是由外向内；

D.第四步：设定加工速度，分别设定粗加工和精加工的速度，粗加工速度一般设

置 20%~30%，精加工速度一般设置为粗加工的 150%~200%；

选择加

工方式

设定加

工速度
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E.第五步：测定 IC厚度，选择平面度检测和粗加工，设定粗加工深度 0.1mm,进

行第一次打磨，打磨完以后只选择粗加工，深度不变，进行第二次打磨，如此反复

多次，当打磨到锡点上表面铜皮时，将粗加工深度改为 0.01mm,反复多次直到打磨

到锡点上表面铜皮刚去除完为止，这时 IC参数框的累积下刀深度位置会记录 IC的

打磨总深度。

F.第六步：将记录的打磨总深度分配到粗加工和精加工两次加工中，通常粗加工

深度设置为总深度的 65%~85%，精加工深度设置为总深度的 15%~35%，例如：1mm

厚的 IC粗加工深度设置为 0.85mm，精加工深度设置为 0.15mm；

G.第七步：点击调整界面的程序操作框，点击新建程序名称下面的方框输入新建

的程序名，然后点击保存即可新建 IC打磨数据。

记录打

磨深度

分配粗、精

加工深度
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2. 模板整体位置偏移

由于每台机器的装配工艺以及装配的模板略有差别，这时我们把通用程序直接移

植到另外一台机器时会发生模板整体位置偏移问题，或者我们收到机器以后需要更

换模板这时候也会发生模板偏移问题，当碰到模板偏移问题时我们可以按照以下步

骤来修正模板整体位置的偏移：

A.第一步：选择任意一个 IC打磨程序,并在相应的模板位置固定好我们需要打磨

的 IC，然后装上打磨刀具，点击“快速定位原点”，这时刀具会快速定位到已选择

IC的右上角，从 LED显示器中我们可以观察到原点的偏移；

保存打磨程序

快速定位原点，

观察模板偏移
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B.第二步：点击调整界面的“模板定位”，输入 X方向和 Y方向的偏移量，点击

保存，然后再次点击“快速定位原点”，观察是否已经到刚好右上角的位置，若没

有到达，再次点击调整界面的“模板定位”，修改 X方向和 Y方向偏移量（正数代

表向右向前移动，负数代表向左向后移动），直到刀具刚好移至 IC的右上角为止，

模板整体位置的偏移修正完成；

C.第三步：选择任意另外一个 IC打磨程序，点击“快速定位原点”，若刚好到另

外一个 IC的右上角，则说明模板位置偏移的修正是正确的，若还有少量偏差，则需

要进行单个 IC位置偏移的修正。

3. 单个 IC位置偏移

对于单个 IC，由于在制作 IC主板的定位孔、打磨模板定位柱以及 IC的贴合时会

有少量偏差，可能会导致有些 IC在打磨时会有单个偏移的的情况发生，当出现 IC

单个原点位置偏移时，我们可以按照以下流程来修正单个 IC的位置偏移：

A.第一步：选择相应的 IC打磨程序，点击“快速定位原点”，这时打磨刀具会快

修正模板偏

移并保存
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速移动到指定 IC的右上角，但有少许偏差，点击移动选择框的相应移动按键，将打

磨刀具直接移动到正好右上角；

B.第二步：点击调整界面的“IC定位点保存”按键保存 IC的原点位置，然后点

击程序操作框位置的“保存”按键将该 IC的原点位置保存到所选择的 IC打磨程序

中，这样就完成了单个 IC位置偏移的修正。

4. 补偿加工的使用

在进行比较大的 IC（如 CPU）的打磨过程中我们有时候会碰到打磨出来的 IC某

个位置打磨不完全即有铜皮残留的情况发生，这是由于我们的 IC焊点位置局部变形

保存当前

IC定位点

快速定位原点，

修正 IC偏移

保存定位点

到程序
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引起的，碰到这种情况我们就需要用到 IC加工模式中的补偿加工来对这种局部变形

的 IC进行补偿打磨，具体操作步骤如下：

（警告：进行一下操作前请确认您的打磨程序选定的是当前打磨 IC的程序）

A.第一步：切换界面至加工模式界面，选择需要进行补偿加工的位置（我们将 IC

的位置九等份，请选择相对应的位置）；

B.第二步：切换至打磨界面，选择补偿加工并设定补偿加工的深度，一般设置

0.01~0.03mm,直接点击“运行”按键就可以对由局部变形引起的铜皮残留进行补偿

加工了。

5. 加工过程中断刀

保存当前

IC定位点
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在打磨的过程中我们时常会遇到打磨断刀的情况，当我们碰到此类情况时我们可

以按照以下流程来进行更换刀具、对刀和继续打磨的操作：

A.点击打磨界面的“急停”按钮，这时机器会处于暂停状态，再次点击“急停”

按钮，使得暂停的状态解除；

B.点击打磨界面的“加工换刀”按键，然后点击“运行”按键，这时机器会自动

抬刀到一旁,我们按照前面讲到的的换刀操作来换好新的打磨刀具；

C.换好打磨刀具以后，我们再次点击“运行”按键，这时打磨机会自动对刀，自

动对刀以后我们再选择“粗加工”“精加工”，点击“运行”就可以完成加工过程

中断刀后的打磨了

6. 打磨完成的 IC掉点

打磨完成的 IC掉点通常由以下原因引起的：

1.需要打磨的 IC之前已经用其他的维修方法维修过了(如热风枪吹过的 IC)；

2.打磨刀具之前已经打磨过很多 IC，刀具的磨损比较严重了；

3.选择的加工方式不正确，打磨大的 IC时选择了粗加工由内向外的加工方式；

4.需要打磨的 IC反面的 IC已经打磨过了，导致底部是空的，打磨过程中不断振

动引起掉点。

如果是第一种原因引起的掉点，IC板直接进行报废处理；如果是第二种原因引起

的掉点，更换打磨刀具即可解决；如果是第三种原因引起的掉点，我们在选择好打

磨程序以后将加工模式界面的“环形加工路径由内向外”取消即可；如果是第四种

原因引起的掉点，我们通常在背部已经被打磨掉的位置粘上橡皮泥，来避免打磨过

程中的振动。
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四、打磨机的维护与保养

1、丝杆清洁及润滑

打磨机使用时要养成良好的习惯，经常使用的客户一个月必须要做次清洁工作，

丝杆、光轴和轴承清洁是必须工作，可以用一块干净的抹布，把丝杆光轴部分手动

擦干净，轴承部分清洁不到地方可以用一个小刷子清洁，待清洁干净后，可以用油

壶喷洒润滑油到丝杆、光轴、轴承上面，然后控制机器来回移动，充分润滑数次，

这时候可能丝杆上面还有黑色的污垢出现，这时重新用抹布擦净，重复润滑-擦净动

作，最后丝杆光亮油滑即可。

2、主轴保养

加工过程中，主轴夹头、螺帽和螺丝牙部分容易进灰尘和生锈，这时需要对主

轴装夹部分涂抹防锈油，清洁螺牙的铁锈；夹头、螺帽生锈严重，可以更换夹头和

螺帽，以保证机器使用的时候同心度。由于 800W 水冷主轴是水冷的，主轴内孔循环

腔体可能生锈，这时候可以使用先把主轴里面使用过的主轴冷却液排尽，然后将主

轴清洗液倒入水箱内，开启水泵，循环清洗 1-2 小时，对于长时间没用的主轴可以

循环清洗 4-5 小时，清洗完后成后，可以将清洗液排尽，水箱重新倒入主轴冷却液

即可正常使用。

3、常用耗材更换

主轴螺帽、夹头、刀具、步进电机联轴器、润滑油、主轴冷液等均属于晶研 BGA

打磨机的常见耗材，这些耗材在我们的淘宝店铺和实体店铺均有销售，详情请联系

余工 15013769568 殷工 13530346034
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淘宝店铺：杰科自动化仪器设备商行

实体店地址：深圳市福田区华强北赛格广场 1D1055 房间

耗材名称 耗材图片 耗材功能

主轴螺帽
装夹主轴上面的，跟刀具

夹头配合使用锁紧刀具

刀具夹头
装夹主轴上面的，跟刀具

螺帽配合使用锁紧刀具

打磨刀具
常用的打磨耗材，断刀、

磨损了可以更换

主轴清洗液

主轴后期保养，生锈了，

可以用主轴清洗液清洗主

轴，延长主轴使用寿命，

增强散热性能。
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步进电机联轴

器

连接步进电机和丝杆的缓

冲装置，使用久了，由于

老化，联轴器缝隙中间会

慢慢裂开，最后慢慢断掉，

此时可以更换联轴器。

丝杆润滑油

丝杆、轴承、光轴润滑保

养用，延长机器使用寿命，

精度更好。

主轴冷却液

冷却主轴用，主轴高转速，

可以带走主轴热量，防锈，

防腐蚀功能，增加主轴使

用寿命。

五．机器故障与措施

1. 机器无法移动

处理措施：关机 5分钟以后重新开启机器，检查是否正常移动，如果不能正常移

动，请检查时一个还是多个轴无法移动，主轴是否工作等信息告知售后人员进行处

理。

2. 主轴不转

处理措施：关机五分钟以后重新开启机器，如果还是不能转动，可直接联系我们

的售后人员处理。

3. 移动声音异常
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处理措施：打开机器的联轴器部位，观察联轴器是否工作异常，如果联轴器正常

工作可以在对机器进行清洁以后，在机器的丝杆和导轨位置加润滑油，如果还是声

音异常可联系售后人员处理。

4. 打磨数据丢失

处理措施：在我们的赠送的光盘内重新拷贝打磨数据“CONFIG.TXT”文件到 SD

卡，如果光盘损坏可直接联系售后人员发送打磨数据。

5. 水冷系统异常

处理措施：检查水泵和风扇是否正常工作，检查一下水冷液是否充足，将检查的

结果告诉售后人员进行处理。

售后电话：0755-61901383 QQ：3077609811

 本说明书如有改变，恕不另行通知；

 本说明书的内容认为是正确的，若用户发现有错误遗漏等，请与生产厂家联系；

 本公司不承担由于用户错误操作所引发的事故和危害；

 本说明书所述的功能，不作为将产品用做特殊用途的理由；

修订日期：2015年 10月
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附录一：

常见 IC打磨参数表
IC名称 长度（mm） 宽度(mm) 总深度(mm) 加工方式 粗加工速度 精加工速度

4代硬盘 14.18 18.2 平行加工 20% 150%
4代主电源 4.8 4.8 0.45 内环形加工 20% 150%
4代基带 8.75 8.75 0.67 外环形加工 20% 150%
4代 CPU 14.2 14.2 1.15 外环形加工 20% 150%
4代字库 8.25 8.25 0.75 内环形加工 20% 150%
4代WIFI 7 6 0.4 内环形加工 20% 150%
4S大硬盘 14. 18.2 0.83 平行加工 20% 150%
4S小硬盘 20% 150%
4S主电源 6.2 7.6 0.65 内环形加工 20% 150%
4S基带 9.2 9.2 1.03 外环形加工 20% 150%

4S基带电源 5.3 7.2 0.65 内环形加工 20% 150%
4S CPU 16.83 14.23 1.152 外环形加工 20% 150%
4S触摸 IC 4.25 4.25 1.1 内环形加工 20% 150%
4S码片 3.58 2.2 0.32 内环形加工 20% 150%
4S音频 5.2 3.3 0.4 内环形加工 20% 150%
5代硬盘 12.3 17.15 0.95 平形加工 20% 150%
5代主电源 6.62 9.3 0.5 内环形加工 20% 150%
5代基带电源 4.2 4.75 0.34· 内环形加工 20% 150%
5代音频 6.75 8.65 0.65 内环形加工 20% 150%
5代WIFI 10.75 6.85 内环形加工 20% 150%
5代基带 9.25 9.25 0.97 外环形加工 20% 150%
5代 CPU 15.8 14.3 1.02 外环形加工 20% 150%
5代中频 8.2 6.35 0.92 内环形加工 20% 150%
5代 U2 2.45 2.45 0.45 内环形加工 20% 150%
5代黑触摸 3.96 4.7 0.45 内环形加工 20% 150%
5代白触摸 3.65 4.05 0.45 内环形加工 20% 150%
5S硬盘 17.38 12.3 0.9 平行加工 20% 150%

5S主电源（玻璃） 6.2 9 0.65 内环形加工 20% 150%
5S基带 9.2 9.2 0.95 外环形加工 20% 150%
5S CPU 15.8 14.2 1.02 外环形加工 20% 150%
5S码片 3.12 2.05 0.32 内环形加工 20% 150%
5C主电源 6.5 9.38 0.85 内环形加工 20% 150%
6代硬盘 17.2 12.2 0.65 内环形加工 20% 150%
6代主电源 9.38 6.38 0.45 内环形加工 20% 150%
6代基带 8.8 8.4 0.85 外环形加工 20% 150%
6代WIFI 8 10.28 0.8 内环形加工 20% 150%
6代 CPU 14.6 13.6 0.9 外环形加工 20% 150%
6代中频 5.6 5.6 0.45 内环形加工 20% 150%
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6代音频 5.8 5.8 0.4 内环形加工 20% 150%
6代黑触摸 4.38 5.6 0.4 内环形加工 20% 150%
6代白触摸 2.5 2.2 0.4 内环形加工 20% 150%
6P硬盘 17.2 12. 0.65 内环形加工 20% 150%
6P中频 5.6 5.6 0.4 内环形加工 20% 150%
6P主电源 9.38 6.38 0.45 内环形加工 20% 150%
6P音频 6 6 0.4 内环形加工 20% 150%
6P黑触摸 4.38 5.6 0.4 内环形加工 20% 150%
6P白触摸 3.45 4.2 0.4 内环形加工 20% 150%
6P基带 8.8 8.4 0.85 外环形加工 20% 150%
6PCPU 14.6 13.6 0.9 外环形加工 20% 150%
6PWIFI 8 10.28 0.8 内环形加工 20% 150%

以上数据仅供参考，打磨数据请以实际数据为准，数据变动恕不另行通知。


